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本发明公开了一种孔偏检测方法，包括以下

步骤：步骤一、将PCB板层叠连接形成多层PCB板；

各PCB板在相同的位置打有一个通孔，通孔堆叠

形成综合孔；步骤二、在多层PCB板底部和底部均

放置参照板形成检测结构，参照板上成形有与每

层PCB板层上通孔对应的参照孔，参照孔的直径

不大于各PCB板最小的通孔的直径；步骤三、检测

结构侧面正对X光检测装置进行检测；两个参照

板相对的参照孔形成虚拟圆柱，检测得到虚拟圆

柱到各层PCB板对应通孔两侧边的到铜距离；得

到各PCB板上对应的通孔是否出现孔偏，并检测

得到出现孔偏的PCB板。本发明的各PCB均只需要

打一个同轴的通孔，从而减少了工艺边设计尺

寸，节约了板材利用率，且能够快速识别层间错

位，缩短判定时间。
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1.一种孔偏检测方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤一、将PCB板层叠连接形成多层PCB板；所述多层PCB板的层数≥4；各PCB板在相同

的位置打有一个通孔，通孔堆叠形成综合孔（1）；

步骤二、在多层PCB板顶部和底部均放置参照板（2）形成检测结构，参照板（2）上成形有

与每层PCB板层上通孔对应的参照孔（3），参照孔（3）的直径不大于各PCB板最小的通孔的直

径；

步骤三、检测结构侧面正对X光检测装置进行检测；两个参照板（2）相对的参照孔（3）形

成虚拟圆柱（4），检测得到虚拟圆柱（4）到各层PCB板对应通孔两侧边的到铜距离；得到各

PCB板上对应的通孔是否出现孔偏，并检测得到出现孔偏的PCB板。

2.如权利要求1所述的孔偏检测方法，其特征在于，所述参照孔（3）的直径等于各PCB板

最小的通孔的直径。

3.如权利要求1所述的孔偏检测方法，其特征在于，所述参照孔（3）的直径0.3mm。
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一种孔偏检测方法

技术领域

[0001] 本发明属于PCB板制作领域，尤其涉及一种孔偏检测方法。

背景技术

[0002] PCB板进行制作时，需要打孔。而从而形成多层电路板的导通通路，但是由于制作

精度，多层电路板堆叠时有可能会出现上下之间的通孔不对应的孔偏问题。因此在电路板

堆叠后，需要对电路板进行X光检测。由于现有的检测方法，均是电路板上表面正对X光，因

此无法确定各个孔是否孔偏。因此现有的工艺是，在各PCB板的相同的五个位置均打孔，检

测时，检测对应的五个位置的孔是否存在偏孔的现象，导致PCB板制作时，需要多钻多个孔，

不仅浪费材料和PCB板空间，而且只能检测出是否出现了孔偏的现象，而无法确定是那一层

的PCB板出现了孔偏。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种孔偏检测方法，本发明的各PCB均只需要打一个同轴

的通孔，从而减少了工艺边设计尺寸，节约了板材利用率，且能够快速识别层间错位，缩短

判定时间。

[0004] 为解决上述问题，本发明的技术方案是：

[0005] 一种孔偏检测方法，包括以下步骤：

[0006] 步骤一、将PCB板层叠连接形成多层PCB板；所述多层PCB板的层数≥4；各PCB板在

相同的位置打有一个通孔，通孔堆叠形成综合孔；

[0007] 步骤二、在多层PCB板顶部和底部均放置参照板形成检测结构，参照板上成形有与

每层PCB板层上通孔对应的参照孔，参照孔的直径不大于各PCB板最小的通孔的直径；

[0008] 步骤三、检测结构侧面正对X光检测装置进行检测；两个参照板相对的参照孔形成

虚拟圆柱，检测得到虚拟圆柱到各层PCB板对应通孔两侧边的到铜距离；得到各PCB板上对

应的通孔是否出现孔偏，并检测得到出现孔偏的PCB板。

[0009] 进一步的改进，所述参照孔的直径等于各PCB板最小的通孔的直径。

[0010] 进一步的改进，所述参照孔的直径0.3mm。

[0011] 本发明的优点：

[0012] 本发明的各PCB均只需要打一个同轴的通孔，从而减少了工艺边设计尺寸，节约了

板材利用率，且能够快速识别层间错位，缩短判定时间。

[0013] 附图说明：

[0014] 图1为本发明的检测结构示意图。

[0015] 具体实施方式：

[0016] 如图1所示的一种孔偏检测方法，包括以下步骤：

[0017] 步骤一、将PCB板层叠连接形成多层PCB板；所述多层PCB板的层数≥4；各PCB板在

相同的位置打有一个通孔，通孔堆叠形成综合孔1；
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[0018] 步骤二、在多层PCB板顶部和底部均放置参照板2形成检测结构，参照板2上成形有

与每层PCB板层上通孔对应的参照孔3，参照孔3的直径等于各PCB板最小的通孔的直径；

[0019] 步骤三、检测结构侧面正对X光检测装置进行检测；两个参照板2相对的参照孔3形

成虚拟圆柱4，检测得到虚拟圆柱4到各层PCB板对应通孔两侧边的到铜最小距离；得到各

PCB板上对应的通孔是否出现孔偏，并检测得到出现孔偏的PCB板。

[0020] 本实施例上的参照孔3的直径为0.3mm。

[0021] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1
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